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2025年から 2030年にかけて、AR（拡張現実）、VR（仮想現実）、MR（複合現実）の各分野は大きな進化を遂げるこ

とが予測される。これらの XR技術は、エンターテインメント、教育、医療、産業など、あらゆる分野で革新をもたらしつ

つある。特に、光学エンジンとセンサーおよび AI技術の高度な融合により、ユーザーの体験はさらに没入感を増し、

これまでにないインターフェースと利用価値を提供することが期待されている。 

技術的には、光学エンジンの進化が凄まじい。昨年報告した新しい技術/材料のコンセプトが、今年になって開発が

加速し、そこで使われる材料の方向性が固まりつつある状況である。本篇ではその変化を具体的な事例を交えて調

査する。（裏面に詳細目次を記載） 

一方、視覚を中心としたヘッドセットのセンシング機能の拡充は不可欠であり、そこに AI機能がオーバーラップして

くる状況である。ヘッドセットとしての「機能」と装着時の「快適性」の追及が、更なる最新技術の展開を促している。 

 本資料集では、技術の基礎的事項を解説しながら、2023年度版から大きく内容を刷新し、最新技術の方向性とその

市場動向について詳細に解説している。 ご興味のある方は、是非ご検討ください。 

 また、ご不明点等ございましたら、下記までお問合せください。 
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マイクロディスプレーの技術動向を詳細に解説 

 

Waveguide/グレーティングの屈折率とNIL設計例、そして次は？ 

 

可視光用光フェーズドアレイへのEOポリマー展開 

参入企業(中国の例) センサーおよびAIとの融合で創り出されるXRの世界 

 

 

Waveguideの分類とその特徴、および展開メーカー 


